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V

Vorwort

Die Arbeitsmittel des Technikers, Meisters und Ingenieurs wurden zwar in den letzten 
100 Jahren verbessert, die Arbeitstechniken veränderten sich erst vor zehn Jahren erheb-
lich. Reißbrett, Rapidograph, Lineal, Schablone, Zirkel, Messer und Klebstreifen wurden 
durch leistungsfähige PCs mit hochauflösendem Bildschirm und Drucker bzw. Plotter 
abgelöst. Bei den Zeichengeräten dominiert nach wie vor der Bleistift wegen seiner ein-
fachen Handhabung zur Erstellung von Skizzen, aber dann greift man doch zur Maus 
und gibt seine Zeichnungen interaktiv ein.

Die Begriffe wie CAD und die anderen CAX-Technologien kennt man seit 1960 
durch die Veröffentlichung von D.T. Ross vom MIT (Projekt 8436). Seit dieser Zeit 
wurden diese Begriffe mehrmals neu definiert, aber unter „Computer Aided Design“ 
versteht man heute die Computerunterstützung beim Entwerfen von elektrischen/
elektronischen Schaltungen, bei der Gestaltung von Platinenlayouts, beim Berechnen der 
Luftlinien und optimalen Verlegung der Leiterbahnverbindungen, Erstellen von Stück-
listen und bei der Beschreibung der Werkstückgeometrien für den gesamten Bereich der 
Zeichnungserstellung.

Dieses Fachbuch auf zwei bekannte CAD-Programme:

•	 Arbeiten mit MultiSIM (Simulation von elektronischen Schaltungen) von National 
Instruments

•	 Arbeiten mit EAGLE (Erstellung von Layout für Platinen) von Cadsoft

Den Schluss dieses Buchs geometrischen Kontruktionen, das Zeichnen von Ansichten 
und die perspektivische Darstellung von Körpern und die isometrische und dimetrische 
Darstellung.

Dieses Buch ermöglicht durch Inhalt, Aufbau und Darstellung einen vielseitigen Ein-
satz für ein modernes, rationelles und effektives Lernen, Üben und Testen. Durch die 
CAD-Programme erhalten die Studierenden der Berufsaufbau- und Fachoberschulen, 
berufliche Fachakademien, Fachhochschulen, der Technischen Universitäten, sowie auch 
die Teilnehmer von Lehrgängen zum technischen Zeichner (Elektrotechnik/Elektronik) 
oder Meister- und Umschulungskursen eine ideale Lernbasis, da zahlreiche praxisnahe 



VI Vorwort

Beispiele und fertige Platinenlayouts aus den verschiedenen Bereichen der Technik 
beschrieben sind, die sich komplett nachvollziehen lassen.

Der Autor unterrichtete an einer Technikerschule in München, führte bei der 
Industrie- und Handelskammer in München berufsbegleitende Lehrgänge für den 
Industriemeister/Elektrotechnik durch und war früher an der Elektroinnung für die 
Elektronikkurse nebenberuflich tätig. Seit 1996 wurden EAGLE-Seminare bei über 200 
Firmen erfolgreich durchgeführt.

Meiner Frau Brigitte danke ich für die Erstellung der Zeichnungen und der Aus-
arbeitung des Manuskripts.

Bei Fragen können Sie mich kontaktieren unter „Bernstein-Herbert@t-online.de“.

München Herbert Bernstein
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